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Deutsche 
IMAPS-Konferenz

2008

Termin:
Dienstag/Mittwoch
14. - 15. Oktober 2008

Veranstaltungsort:
Hochschule München

Lothstraße 64
D-80335 München
Hauptgebäude R

Die Parksituation ist schwierig.

Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

Um vom Hauptbahnhof in das Hauptgebäude R 
in der Lothstraße 64 zu kommen, 
nehmen Sie die Tram Linie 20/21 

in Richtung Moosach/Westfriedhof.
Von der Haltestelle Lothstraße geht es 

in Richtung Osten etwa 200 Meter 
entlang der Lothstraße. 
Das Hauptgebäude R 

befindet sich dann auf der rechten Seite. 

Anfahrtsskizze unter

www.hm.edu

Wegbeschreibung:
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Internet:   http://www.imaps.de 
 

Teilnehmergebühren:       € 130,--    IMAPS-Mitglieder  
  € 210,--    Nichtmitglieder 
               €   30,--    Studenten  

 

Die Bezahlung der Teilnehmergebühr ist nur bar  möglich. In der 
Teilnehmergebühr sind die Proceedings auf CD, Pausenkaffee und 
die Teilnahme an der Abendveranstaltung in den Augustiner-
Gaststätten enthalten. Die Gebühren sind gemäß § 4 Nr. 22 UStG 
umsatzsteuerfrei. 
 

Einschreibung: 
 

Eine vorherige Anmeldung ist nicht vorgesehen! 
Die Einschreibung erfolgt direkt in der Tagungsstätte an der 
Hochschule München. Für den Nachweis der Mitgliedschaft in der 
IMAPS-Deutschland bringen Sie bitte den Mitgliedsausweis 2008 
mit. Nur so ist eine Einschreibung zum Mitgliederpreis möglich! 
 

Hotelreservierung:   Fremdenverkehrsamt München   
Telefon: +49(0)89 / 233 03 00 
Fax: +49(0)89 / 233 30 233 
email: tourismus@muenchen.btl.de 

 

 P R O G R A M M 
 

 Dienstag, 14 Oktober 2008 
 

12:00 Einschreibung  
   

13:00  Konferenzeröffnung Jens Müller 
IMAPS-Deutschland 

   

13:10  Thick film pastes for the manufacture of 
low cost, insulated aluminium substrates 
for use as integrated heat sinks for high 
intensity LEDs 

John Whitmarsh 
ESL, Reading, UK 

   

13:35  Gießen von keramischen Folien mit UV- 
Vernetzung 

Rainer Ronniger 
Karo, München 

   

14:00  Entwicklung niedrigsinternder 
Funktionswerkstoffe für LTCC- 
Anwendungen 

Stefan Barth 
HITK, Hermsdorf 
(Thür.) 

   

14:25  Elektrochemische Sensoren in 
Dickschichttechnik 

Kathrin Reinhardt 
IKTS, Dresden 

   

14:50 Aussteller stellen sich kurz  
in je 2 min vor 

 

   

15.20  Kaffeepause  
   

16:00  Zuverlässigkeit bleifreier 
Lötverbindungen für Automotive- 
Anwendungen: Neue 
Bewertungskriterien mittels Korrelation 
unterschiedlicher Analyseverfahren 

Antje Steller 
(Schafföner) 
VW, Wolfsburg 

   

16:25  Zuverlässigkeit von Keramik- 
Mikrowellen -Packages für 
Raumfahrtanwendungen 

Matthias Mach 
TU Ilmenau 

   

16:50  Stressmesssystem zur Untersuchung 
von verpackungsbedingtem Stresseintrag 
auf mikroelektronische Bauelemente 

Hartmut Kittel 
Bosch, Abstatt 

   

 
17:15 

 
Ende der Vorträge 

 

   

17:20  Mitgliederversammlung  
   

19:30  Geselliger Abend beim Augustiner  
 
 

 Mittwoch, 15. Oktober 2008 
 

09:00 Lotbumperzeugung mit Durchmessern 
von 100 µm mit Bi- und In- haltigen 
Lotlegierungen 

Stefan Kemethmüller 
MSE, Berg 

   

09:25 Beyond 3D Manufacturing process 
development for multi material wafer 
scale packaging 

John Sweet 
Loadpoint Ltd., 
Swindon, UK 

   

09:50 Einsatz der polymeren 
Dickschichttechnik für ein Wafer Level 
Package in Drucktechnik 

Marco Luniak 
TU Dresden 

   

10:15 Großflächige Elektronik-Integration Karlheinz Bock 
TU Berlin 

   

10:40 Kaffeepause  
   

11:20 Prozessintegrierte Qualitätskontrolle- 
Methode zur Überwachung der 
Bondqualität 

Klaus Schrimper 
Hesse & Knipps, 
Paderborn 

   

11:45 Elektrische Charakterisierung und 
Bewertung von AVT- Materialien 

Uwe Maaß 
IZM Berlin 

   

12:10 Optoelektronischer Neigungssensor Andreas Albrecht 
CiS Erfurt 

   

12:35 Mittagspause  
   

13:40 Aktuelle Trends in der 
Dünnschichttechnik 

Alexander Kaiser 
Reinhardt Microtech 
GmbH, Ulm 

   

14:05 Packaging von RF MEMS Schaltern mit 
Glasdeckel und UV- härtendem Kleber 

Bernhard Schönlinner 
EADS, München 

   

14:30 Mischbestückung von COB und SMT - 
AVT in der industriellen Praxis 

Alexander Ferber 
Aemtec, Berlin 

   

14:55 Anforderungen und Trends im Automobil Horst Pölloth  
BMW, München 

   

15:20 
 

Schlussworte Jens Müller 
IMAPS-Deutschland 

   

15:30 Ende der Veranstaltung  
    
 
Hinweis auf weitere Veranstaltungen: 
 
ESTC/ IEEE CPMT:  1.-4.9.2008 in Greenwich, London, UK 
Eurosensors GMA/TU Dresden: 7.-10.9.2008, Dresden 
IMAPS- Seminar im Winter/ Frühjahr 2009 
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Begleitende Ausstellung zur Konferenz:  
Nach den positiven Resonanzen auf den letzten 
Veranstaltungen möchten wir auch diesmal allen 
interessierten Firmen die Möglichkeit geben, auf 
kleinen Ständen parallel zur Vortragsveranstaltung ihre 
Produkte (kleine Geräte, Muster, Dokumentationen) zu 
präsentieren. 

 
Standgröße und -ausstattung:  

- ca: 6 m² 
- Tisch (ca: 120 cm x 80 cm) 
- Pinwand (ca: 120 cm x 120 cm) 
- 2 Stühle 
- 230V-Anschluß 
 

Preis:  € 675,-- 
Beinhaltet zusätzlich zum Stand auch für 2 Personen 
die Teilnahme an der Konferenz und der 
Abendveranstaltung. Eingeschlossen sind weiterhin die 
Leistungen für die Werbung auf CD-ROM. Bitte 
beachten Sie den Termin für den Eingang der Daten. 
 

Informationen und Reservierung:  
Wenn Sie noch Fragen zur begleitenden Ausstellung 
haben, so wenden Sie sich bitte an: 

Jens Müller   
Fax:   +49-(0) 3677/ 69 33 79 
email: jens.mueller@imaps.de 

Anmeldungen zur Ausstellung können Sie ab sofort mit 
dem umseitigen Formular durchführen. Bitte beachten 
Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. 
Anmeldungen zur Ausstellung werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt! 

 

Werbung auf CD: 
 

Die Proceedings der IMAPS-Konferenz erscheinen auf 
CD-ROM. Wir bieten Ihnen an, dort Ihre Werbeseiten zu 
präsentieren. Dazu benötigen wir von Ihnen die 
Dateiformate Acrobat(.pdf), CorelDraw (.cdr) oder alle 
Windows-Office-Formate (z.B. .doc, .ppt) per e-mail bis 
zum 12.9.2008 . 
 

Preis:  € 120,-- für eine A4-Seite  
(jede weitere Seite: € 60,--) 

Im Preis ist auch ein Link auf Ihre Internetseite unter 
http://www.imaps.de für 1 Jahr enthalten. 
 

Informationen und Reservierung für die Werbung auf 
CD: 

Gisela Dittmar 
Fax:   +49-(0) 7361 943004 
email: gisela.dittmar@imaps.de  
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